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苏州在持续推进“1030”产业体系的基础上提出下阶段重点发展方向，发
布十大重点新兴产业与十大重点未来产业名单，发力新质生产力。苏州
是国内产业体系最完备、配套能力最强、垂直整合度最高的城市之一
（2025 年规上工业总产值 4.9 万亿元全国第二，工业增加值占 GDP 

比重 42.5% 居 GDP 十强城市首位），以创建国家新型工业化示范区为
契机，提出的未来产业或对于产业趋势存在重要借鉴意义。本系列报告
旨在对于十大未来产业进行梳理，本篇为【原子级制造】。 

◼ 原子级制造正从实验室走向工程化跨越的关键窗口期，全球呈现多元竞
争格局，中国依托顶层设计加速构建自主产业生态。 

原子级制造是采用原子操控新原理、新技术，将加工对象与加工精度全
面推进到原子尺度的变革性制造技术体系，被工业和信息化部确立为
“未来制造”六大方向的重点领域之一。这一技术使产品核心性能逼近理
论极限，被认为是人类制造的终极形态之一。其与传统制造存在本质区
别——传统制造遵循经典力学规律，而原子级制造通过光、磁、电、热
等多物理场对原子进行定向操控，遵循量子力学规律，可不依赖传统制
造装备和工艺，从底层突破封锁限制。全球产业已形成“美日欧起步早、
北美高端装备领先、欧洲基础研究突出、亚洲规模化推进”的多元竞争
格局，2025 年全球市场规模约 12.7 亿美元，同比增长 52.3%，前十大
设备供应商占据约 73%市场份额。美国、欧盟、日本等主要经济体已将
该领域提升至国家战略高度，全球参与实质性竞争的机构与公司已超过
150 家，技术路线多元化、竞争与合作并存。 

◼ 中国已形成“政策引领+联盟协同+揭榜挂帅+基础研究”的四轮驱动发
展格局，市场规模快速攀升，国产替代空间广阔。 

中国已将原子级制造纳入国家未来产业战略布局，从中央顶层设计到部
委专项部署形成了完整的政策体系。2024 年，原子级制造正式写入党的
二十届三中全会《决定》，上升为国家战略；工信部相继发布《原子级制
造创新发展实施意见（2025-2030 年）》（征求意见稿），并于 2025 年部
署 19 项“揭榜挂帅”重点任务。2024 年 11 月，近百家高校、科研院所和
企业共同发起的“原子级制造创新发展联盟”揭牌成立，标志着产业进入
产学研用协同发展新阶段。基础研究方面，中科院先导专项、南京大学
“原子极限微制造实验设施”等大科学装置建设加快推进，每秒操控原子
能力突破万亿次。2025 年国内市场规模约 3.6 亿美元，占全球比重
28.3%，专利储备量累计超过 5400 件，位列全球第二。 

◼ 苏州依托深厚的纳米与半导体产业基础，正加速打造未来产业的核心承
载区与产业化高地。 

◼ 苏州发展原子级制造拥有独特的承接优势：2024 年工业园区纳米产业
产值超 1700 亿元、集聚企业约 1400 家，入选国家先进制造业集群，为
原子级精度升级提供了坚实的产业基础；苏州是国内重要的半导体产业
基地，拥有完整产业链，先进制程对原子层沉积、原子层刻蚀等技术的
迫切需求形成直接的市场拉动；精密制造与高端装备产业优势能为原子
级制造设备研发提供配套支撑；以中科院苏州纳米所、苏州实验室、苏
州大学等为核心的产学研协同创新体系持续释放创新动力。当前苏州原
子级制造产业整体仍处于孕育期，但依托纳微科技、永鼎股份、德尔未
来、锦富技术等纳米材料与半导体设备领域关联企业梯队，以及中科院
苏州纳米所孵化企业与苏州纳米城入驻企业的创新力量，已形成扎实的
产业承接基础，正稳步向制造极限进军。 

◼ 风险提示：核心技术突破不及预期风险、商业化落地不及预期风险、国
际竞争与技术封锁风险、政策与标准不完善风险、高端人才短缺风险、
宏观经济波动风险  
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2025 年，苏州规上工业总产值达 4.9 万亿元，位居全国第二；工业增加值占 GDP 

比重 42.5%，在 GDP 十强城市中位列首位，制造业根基雄厚。当前，苏州以创建国家

新型工业化示范区为重要契机，在巩固现有产业优势的前提下，前瞻布局未来产业，推

动产业结构向高端化、智能化、前沿化升级，构建更具竞争力的现代化产业体系。作为

国内产业体系完备、配套能力突出、垂直整合度领先的城市，苏州在持续推进 “1030” 产

业体系基础上，进一步明确下阶段产业发展重点，发布十大重点新兴产业与十大重点未

来产业名单，全力发力新质生产力，为全国产业发展趋势提供重要借鉴。此次发布的 “双

十产业” 清单，既立足苏州现有制造业基础，又紧扣全球科技革命与产业变革方向。 

其中十大重点新兴产业（生物医药及高端医疗器械、人工智能、半导体与集成电路、

纳米新材料、高端仪器仪表与智能检测设备、具身智能机器人与工业母机集成化装备、

光子和光制造、智能网联新能源汽车、先进光伏与新型储能、低空经济）聚焦当前具备

发展基础、增长潜力突出的领域，加快形成新的经济增长点；十大重点未来产业（商业

航天、生物制造、细胞与基因技术、6G 装备与应用、量子科技、具身智能、氢能和新

一代核能装备、脑机智能、前沿新材料、原子级制造）则着眼长远战略布局，瞄准技术

前沿与颠覆性创新，提前抢占未来产业发展制高点。 

为系统解读苏州未来产业布局逻辑与发展前景，我们推出未来产业系列研究报告，

对十大未来产业逐一梳理分析。本篇聚焦原子级制造领域，通过对全球竞争格局、技术

演进趋势及苏州产业机遇的深度梳理，为理解这一前沿赛道的产业趋势提供重要借鉴。 

 

1.   原子级制造 

1.1.   概念界定与范式跃迁 

原子级制造是采用原子操控新原理、新技术，将加工对象与加工精度全面推进到物

质基本组成单元——原子的变革性制造技术体系，被工业和信息化部确立为“未来制造”

六大方向的重点领域之一。这一技术使产品核心性能逼近理论极限，被认为是人类制造

的终极形态之一。其与传统制造存在本质区别——传统制造的工具为刀具、操控对象为

块体连续材料，遵循经典力学规律；原子级制造的工具为光子、电子、声子等基本粒子，

操控对象为单个原子或原子团簇，遵循量子力学规律，通过光、磁、电、热等多物理场

对原子进行定向去除、增加、迁移。原子级制造可不依赖传统制造装备和工艺，另辟蹊

径突破美西方对高精尖制造装备的封锁限制，从底层摆脱“跟抄沿仿”的传统模式，是

推进新型工业化、建设制造强国的核心“根技术”。 

原子级制造的核心是规模化精准操控原子，通过原子团簇等定量基元的精准构筑，

可实现逼近理论极限性能的“完美”产品。其与纳米级制造存在本质区别：单个原子直

径约 0.1—0.5 纳米，精度较纳米制造提升 2 至 3 个数量级，在宏观工件上定位一个原子
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相当于在 4 万公里的地球赤道上找到一块仅 1 厘米的糖。与纳米级制造（精度 0.1—

100nm）相比，原子级制造实现了量级跃升，理论上可达成“以原子造分子、造材料”

的终极目标——在量子化学领域有望将固氮酶活性中心等自然界复杂结构从理论变为

现实，在材料领域可按需构筑“自然界没有的物质”，是极具技术挑战性、产业创新性与

战略带动性的未来产业。 

 

1.2.   原子级制造的核心原理和技术体系 

从科学底层逻辑出发，原子级制造的核心原理可划分为三个层级进行系统阐释：第

一层级是批量原子操控，借助 STM、STEM 及光/磁/电势阱等技术载体，通过构建人工

势能面限定原子的空间排布，完成对原子的精准调控，以此破解单原子操控模式下效率

偏低、难以落地规模化应用的技术瓶颈；第二层级围绕能场/能束与原子尺度的相互作用

展开，利用光、电、离子束等能量形式作用于物质，实现原子层级的材料去除或结构搭

建，这一作用机制是原子级加工技术的核心理论根基；第三层级对应原子级器件设计与

仿真方向，以量子输运理论与多尺度仿真方法为核心支撑，用于攻克原子基元构效关系

解析、量子散热调控、制造工艺预判等关键技术难题。 

在技术落地维度，原子级制造已形成由四大方向构成的完整技术体系：其一为原子

级去除与改性技术，囊括原子层抛光、刻蚀、切削等典型工艺，可在大面积材料表面达

成原子级平坦化与近零缺陷的加工效果，为 EUV 光刻物镜、晶圆、第三代半导体的生

产制造提供底层工艺支撑；其二为原子级构筑技术，该方向以能场调控为核心路径，能

够实现原子团簇宏量制备、原子层有序生长以及三维高深宽比结构的定向组装，是支撑

先进芯片、量子器件、新能源器件研发与量产的核心技术；其三为原子级测量与标准体

系，覆盖测控一体、超分辨动态观测、原子尺度物性表征、结构测量与缺陷检测多个模

块，依托极短波长成像、超快探测等前沿技术，化解原子级高精度测量与高通量检测需

求之间的矛盾，保障制造全流程的稳定性与可靠性；其四为缺陷控制与修复技术，通过

多能场耦合的作用方式抑制加工过程中产生的材料损伤，同时对已形成的缺陷进行定向

修复，最终实现器件服役性能的优化提升。当前原子级制造的技术路线呈现多元化发展

特征，其中扫描探针显微镜（SPM）操控与自组装原子层沉积（ALD）是现阶段发展最

成熟、落地性最强的两条主流路径。 
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图1：原子级制造的核心原理和技术体系 

 

数据来源：《原子级制造技术白皮书》，东吴证券研究所 

 

1.3.   原子级制造的发展历程 

原子级制造历经理论奠基、技术发展、关键技术突破与产业化萌芽四个阶段，走过

了近半个世纪的发展历程。从最初的科学设想到如今的产业化萌芽，原子级制造技术逐

步走向成熟，正处于从实验室向工程化跨越的关键窗口期。 
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表1：原子级制造的发展历程 

第一阶段： 

理论奠基阶段 

（1960s） 

第二阶段： 

技术发展阶段

（1980s-1990s） 

第三阶段： 

关 键 技 术 突 破 阶 段

（2010-2020） 

第四阶段： 

产业化萌芽阶段 

（2020 至今） 

1959 年物理学家费曼

在著名演讲《底下的空

间还大得很》中首次预

言原子尺度操控的可

能性 

1980 年代扫描隧道

显微镜的发明为原子

操控提供关键工具 

2018 年中国科学院“功

能导向的原子级制造”

先导专项 

2024 年 11 月“原子级制

造创新发展联盟”成立，

我国原子级制造进入有

组织加速创新发展的全

新阶段 

 

1984 年王广厚院士

团簇物理基础研究启

动 

2018 年南京大学成立

全国首个原子制造创

新研究中心 

2025 年工信部在原子级

制造领域部署“揭榜挂

帅”19 项任务 

 

1989年 IBM科学家用

氙原子拼出公司标志

的实验首次证实原子

级操控的现实可行性 

学术界提出制造三范

式理论（宏观制造、微

纳制造、原子及近原子

尺度制造），为规模化

精准操作奠定了基础 

现代工艺向埃米/亚纳米

级迈进，原子成为可编程

的制造单元，成为解决高

端芯片、量子计算与新材

料的核心技术 

数据来源：中国科学院物理研究所，南京大学官网等，东吴证券研究所 

 

近一年来全球涌现的多项里程碑式技术突破，从不同维度印证了原子级制造技术从

实验室向工程化跨越这一关键窗口期的实质性开启——这些突破分别在前文所述的科

学原理与技术体系框架内取得了关键进展，技术成熟度与产业化进程显著加速。 

在原子级器件设计与仿真方面，2025 年 9 月，澳大利亚新南威尔士大学孵化的 Diraq

公司与比利时 IMEC 联合在 Nature 发表论文，首次在 12 英寸 CMOS 兼容晶圆工艺线上

制造出硅自旋量子比特单元，四个器件同时实现单/双比特量子门保真度超过 99%、态制

备与测量保真度达 99.9%，自旋寿命 T₁最长达 9.5 秒，相关指标已跨过量子纠错所要求

的关键门槛，标志着硅量子芯片从实验室“手工艺品”走向大规模、标准化、工业化的

产品。 

在原子级构筑方面，2026 年 5 月 Nature 发表重磅论文，研究团队在层状磁半导体

CrSBr 中通过亚 20 皮米级精度的电子束定位，在 150 nm × 100 nm × 13 nm 的体积内、

于数分钟内创建出超过 4 万个用户定义的原子级缺陷有序排列，将原子级精准制造能力

从单原子操控推进到大规模、可编程的原子级结构构筑。 

在原子级测量与可靠性验证方面，2026 年 1 月 Nature 期刊报道了基于 4 英寸晶圆

级单层 MoS2 工艺构建的二维原子层射频通信系统成功入轨约 517 公里低地球轨道，9

个月在轨运行后数据传输误码率仍低于 10⁻⁸，预计在地球同步轨道辐射环境下寿命约

271 年，约为同等条件下先进 SOI 系统的 100 倍，验证了原子层工艺在长寿命空间电子

系统中的工程可行性。 
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图2：全球原子级制造领域研究最新成果 

 

数据来源：Nature，东吴证券研究所 

 

2.   全球与中国原子级制造产业现状及市场空间 

2.1.   全球竞争格局 

全球原子级制造产业已形成“美日欧起步早、北美高端装备领先、欧洲基础研究突

出、亚洲规模化推进”的多元竞争格局。2025 年全球原子级制造市场规模约 12.7 亿美

元、同比增长 52.3%，前十大设备供应商占据约 73%市场份额，市场分布较为集中。北

美凭借扫描探针显微技术、核心仪器装备及软件控制平台的长期积累，在高端 SPM 与

原子级制造装备环节占据领先地位，2025 年区域原子级制造市场约 4.9 亿美元、占全球

38.6%。欧洲在基础材料科学、超高真空系统整合及标准制定方面具有传统优势，截至

2025 年已拥有全球 19%的国际标准工作组。东亚与荷兰形成规模化推进力量，荷兰

ASML 是目前世界上唯一使用极紫外光的光刻机制造商，而 EUV 是 7nm 及以下先进逻

辑制程不可替代的核心设备；美国应用材料、芬兰 PicoSun 等公司主导国际原子层沉积

（ALD）装备市场；SEMI数据显示2026年第一季度全球半导体设备出货同比增长14%，

达 365.5 亿美元。整体上看，截至 2026 年第 1 季度，全球参与实质性竞争的机构与公司

已超过 150 家，尚未形成绝对垄断巨头，技术路线多元化、竞争与合作并存。 
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图3：2025 年全球原子级制造产业市场份额 

 

数据来源：IIM 信息，东吴证券研究所 

 

全球主要经济体已将原子级制造相关领域提升至国家战略高度，政策支持力度持续

加大。然而，当前各国鲜有以“原子级制造”为名独立成章的专项法案，相关部署大多

嵌入半导体、量子技术、先进制造等更宏大的政策框架之中。这源于半导体先进制程与

原子级制造之间日益紧密的技术耦合——从 EUV 光刻到原子层沉积，从 3nm 以下节点

到 GAA 晶体管架构，制造精度已逼近原子尺度，原子级操控能力直接决定了芯片性能

的上限。因此，各国围绕半导体的战略投入，在很大程度上也构成了对原子级制造底层

技术的有力支撑。 

截至 2026 年第一季度，已有 14 个国家或地区发布专项战略或路线图，多将原子级

制造纳入微电子或先进制造版图的核心环节。美国自 2015 年起相继启动“从原子到产

品”（A2P）和“原子精密制造”（APM）研究计划，将原子级制造列入《先进制造业国

家战略》。欧盟芯片法案（Chips Act）于 2023 年正式生效，计划投入 430 亿欧元用于提

升欧洲半导体产能，目标到 2030 年实现欧洲芯片产能占全球 20%的愿景；已批准 13 项

首类半导体设施国家援助决定，涉及超 320 亿欧元投资，覆盖系列关键环节。德国通过

BMFTR 的“Hightech Agenda Deutschland”框架将微电子与量子技术列入重点投入领域；

法国通过 CEA、CEA-Leti 为先进微纳电子与量子器件基础研究提供长期资金支持；日

本由文部科学省与 JST 系统支持原子级精度超精密加工技术，并于 2018 年提出“皮米

制造”理念。这些政策举措表明，主要经济体已将原子级制造视为未来科技竞争的战略

制高点，政策端的持续加码将进一步加速全球产业格局的重塑。 
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2.2.   中国“四轮驱动”布局 

中国已将原子级制造纳入国家未来产业战略布局，形成“政策引领+联盟协同+揭榜

挂帅+基础研究”的四轮驱动发展格局。政策体系日趋完善，产学研用深度融合，大科

学装置建设加快推进，共同推动中国原子级制造产业快速发展。 

 

2.2.1.   政策引领：从中央顶层设计到部委专项部署 

政策引领是中国原子级制造产业发展的核心驱动力，目前已形成从中央顶层设计到

部委专项部署的完整政策体系。从政策导向来看，中国对原子级制造的定位兼具战略性

与务实性：一方面强调自主可控，将关键核心技术攻关作为首要任务；另一方面注重产

业协同，推动产学研用深度融合。工信部正在积极推进原子级制造相关标准化工作，旨

在为产业发展建立统一规范，填补国内技术标准空白。 

 

表2：国家级原子级制造产业政策梳理 

政策文件名 发布时间 发布部门 主要内容 

党的二十届三中全会《决定》 2024 /7  党中央 
将原子级制造纳入未来产业名词，标志原子级制

造正式上升为国家战略 

《推动未来产业创新发展的实

施意见》 
2024 /1  

工业和信息

化部等七部

门 

明确将前沿新材料纳入未来产业核心领域，原子

级制造作为细分方向获得政策支持 

《原子级制造创新发展实施意

见（2025—2030 年）》（征求意

见稿） 

2024 /9  
工业和信息

化部 

就原子级制造专项政策公开征求意见，部署中长

期发展目标与重点任务 

2024 年全国工业和信息化工作

会议部署 
2024 /12  

工业和信息

化部 

明确“2025 年制定出台原子级制造等领域创新发

展政策” 

未来产业“1+N”政策体系 2025 /3  
工业和信息

化部 

明确“1+N”政策体系框架，系统推进原子级制造

产业发展 

《中华人民共和国国民经济和

社会发展第十五个五年规划纲

要》 

2026 /3  全国人大 
新材料被列为重点战略性新兴产业，原子级制造

研发与产业化迎来更大政策支撑 

数据来源：政府官网，东吴证券研究所 

 

2.2.2.   联盟协同：产学研用一体化 

产业联盟是连接产学研用的重要纽带，推动原子级制造技术协同创新与成果转化。

2024 年 11 月，由工业和信息化部指导，近百家高校、科研院所和企业共同发起的“原

子级制造创新发展联盟”揭牌成立，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所当选首
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任理事长单位，31 家高校、企业和科研院所当选副理事长单位，联盟秘书处设在机械工

业仪器仪表综合技术经济研究所。联盟的成立标志着中国原子级制造产业进入产学研用

协同发展的新阶段，有助于整合产业资源、突破关键技术、推动标准制定、促进成果转

化。 

 

2.2.3.   “揭榜挂帅”：聚焦 19 项重点任务 

“揭榜挂帅”机制聚焦产业关键核心技术攻关，推动原子级制造技术突破。2025年，

工业和信息化部在原子级制造领域部署“揭榜挂帅”任务，重点包括“原子级金属粉体

宏量开发”等 19 项任务，预期产出高效团簇离子束原子级抛光装备、200—300kV 场发

射透射电镜等系列加工、检测装备，原子级金属粉体、原子级精度 X 射线反射镜等系列

产品。“揭榜挂帅”机制通过企业为主体、市场为导向的技术攻关模式，聚焦产业发展的

关键瓶颈问题，有效调动了企业与科研机构的积极性，加速了技术成果的产业化应用。 

 

2.2.4.   基础研究：高校、国家实验室体系与大科学装置 

高校与国家实验室体系是原子级制造基础研究的主力军，为产业发展提供源头创新

支撑。中国科学院于 2018 年推出“功能导向的原子级制造前沿科学问题”先导专项，

开启了中国原子级制造领域的系统性基础研究。南京大学、浙江大学等已成立或筹建原

子级制造相关研究机构。其中，南京大学在原子团簇束流技术领域取得原创性突破，成

为全球原子级制造领域的重要创新力量；苏州实验室已成立原子级制造相关研究机构；

东南大学、苏州大学等高校在原子级制造相关方向也分别有布局，形成了多学科交叉、

多高校协同的基础研究格局。 

大科学装置是原子级制造从基础研究迈向工程化、产业化的关键载体。学术界判断，

原子级制造效率需再突破 3 个数量级、操控数需再突破 5 个数量级方能满足产业需求，

而大科学装置是实现这一跨越的核心条件。在装置建设层面，南京大学“原子极限微制

造实验设施”已完成预研验收，研发了“高强度团簇束流源+磁电双聚焦质量选择谱仪

+Stark 型结构分离谱仪”的特色技术方案，每秒操控原子能力突破万亿次，并形成“沿

途下蛋”机制——已产出原子级镍粉体（用于发动机机匣修复，将工艺温度从 1200℃降

至 1000℃以下）、晶圆原子级加工样机等阶段性成果。在区域布局层面，长三角、珠三

角、京津冀等地区已建成多个国家级创新中心，形成“研发-制造-应用”一体化基地。 

 

2.3.   市场规模与增长空间 

全球原子级制造相关设备与材料市场保持稳健增长态势，半导体先进制程迭代构成

核心驱动。2025 年全球原子级制造市场规模约 12.7 亿美元、同比增长 52.3%，其中半导
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体原子精确掺杂与量子点制备贡献了 65%的份额。据 IIM 信息预计，到 2030 年全球原

子级制造市场规模将突破 98.4 亿美元，2025-2030 的复合年增长率维持在 41.8%左右。

同时，据 SEMI 预计，全球半导体制造设备总销售额将在 2026 年达到 1659 亿美元（同

比增长 23.2%）、2028 年突破 2295 亿美元；其中晶圆厂设备（WFE）2026 年预计增长

23.1%至 1439 亿美元，Foundry/Logic 应用 WFE 2026 年预计可达 780 亿美元，2 nm 

GAA 节点量产带来原子级制造工艺的刚性需求。薄膜沉积是 WFE 中增速最快的门类

之一，全球 ALD 市场 2024 年约 42.66 亿美元，QYResearch 预计 2031 年将达到 91.91

亿美元，2025-2031 期间年复合增长率为 11.9%。 

 

图4：全球原子级制造市场规模预测  图5：全球 ALD 市场规模预测 

 

 

 

数据来源：IIM 信息，东吴证券研究所  数据来源：SEMI，东吴证券研究所 

 

在区域竞争格局上，呈“亚太规模领先、欧美日技术主导”的特征。2026 第一季度

全球半导体设备出货同比增长 14%，达 365.5 亿美元，创下单季历史最高纪录。其中亚

太地区为最大市场，中国大陆更是以显著优势稳居全球第一大半导体设备市场，持续主

导全球设备采购格局。中国原子级制造产业在政策扶持和资本推动下快速崛起，2025 年

国内市场规模约 3.6 亿美元，占全球比重 28.3%，专利储备量累计超过 5400 件，位列全

球第二。先进制程设备与原子层沉积核心装备由 ASM、东京电子（TEL）、应用材料

（AMAT）等欧美日企业主导，国际市场份额长期较为集中。 

 

3.   苏州市原子级制造产业 

3.1.   苏州市“10+10”产业体系顶层设计 

苏州市“1030”产业体系是苏州面向未来产业发展的顶层战略框架，原子级制造作

为十大重点未来产业之一，既体现出苏州市政府对新一代信息技术与新材料融合发展趋

势的深刻把握，也彰显了苏州向制造极限进军的战略决心。 
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表3：苏州市原子级制造产业政策梳理 

政策文件名 发布时间 发布部门 主要内容 

《关于加快培育未来产业的工

作意见》（苏府〔2023〕61 号） 
2023/9/2  

苏 州 市 人

民政府 

明确将前沿新材料、光子芯片与光器件等八大领

域列为重点未来产业，为原子级制造纳入政策体

系奠定基础 

苏州市“1030”产业体系 2024/1 
苏 州 市 人

民政府 

重点打造 10 个千亿级产业集群、30 个百亿级

特色产业集群，是苏州工业经济的主体产业框架，

为后续未来产业布局奠定产业基础 

《中共苏州市委关于制定苏州

市国民经济和社会发展第十五

个五年规划的建议》 

2025/12/17 
中 共 苏 州

市委 

提出推动原子级制造等产业加快形成新的经济增

长点，争创国家级未来产业先导区 

苏州市“10+10”产业体系 2026/3/20 
苏 州 市 人

民政府 

发布十大重点新兴产业与十大重点未来产业名

单，原子级制造正式纳入十大重点未来产业 

《 苏 州 市 加 快 培 育 壮 大

“10+10” 重点产业实施意见》 
2026/7/10 

苏 州 市 人

民政府 

明确到 2030 年战略性新兴产业产值占规上工

业 52%、高新技术产业占 60%，力争培育一批

百亿级未来产业，为原子级制造产业发展提供了

明确的政策指引与发展预期 

数据来源：政府官网，东吴证券研究所 

 

苏州市级层面统筹推进，各区县差异化布局，形成全市协同发展的产业格局。苏州

工业园区聚焦纳米新材料与半导体应用，依托雄厚的纳米产业基础，打造原子级制造产

业核心承载区；苏州高新区侧重高端装备与精密检测，发挥仪器仪表产业优势，布局原

子级制造测控装备；吴江区聚焦先进材料与半导体设备，依托本土龙头企业，探索原子

级材料应用；昆山市依托半导体产业集群，重点承接原子级制造技术在集成电路领域的

应用；张家港市、常熟市、太仓市结合各自制造业基础，在特色细分领域布局。各区县

错位发展、协同互补，共同构建苏州原子级制造产业发展格局。 

 

3.2.   苏州市原子级制造产业现状 

3.2.1.   产业承接基础 

苏州发展原子级制造产业具有独特的优势与基础，形成了“应用承接+精密制造”

的差异化发展路径。苏州工业园区 2024 年纳米产业产值超 1700 亿元、集聚企业约 1400

家，入选国家先进制造业集群；中科院苏州纳米所、苏州纳米城与本地精密装备企业构

成产业承接基础。 

苏州承接原子级制造产业的核心优势在于雄厚的纳米产业基础。苏州工业园区是全

球五大纳米产业集聚区之一，纳米产业规模大、企业集聚度高、产业链配套完善。原子

级制造是纳米制造的延伸与升级，苏州在纳米材料、纳米加工、纳米器件等领域的深厚
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积累，为向原子级制造产业升级奠定了坚实基础。企业可以在现有纳米技术的基础上，

逐步向原子级精度突破，实现技术与产业的平滑升级。这种渐进式发展路径风险相对可

控，符合苏州产业发展的实际情况。 

苏州的半导体产业优势为原子级制造提供了广阔的应用市场。苏州是国内重要的半

导体产业基地，拥有从设计、制造、封测到设备材料的完整产业链。半导体先进制程是

原子级制造技术的重要应用领域，苏州旺盛的半导体产业需求为原子级制造技术提供了

广阔的市场空间。本地半导体企业可以成为原子级制造技术的首批用户，推动技术验证

与产业化应用，形成“应用牵引、技术迭代”的良性循环。特别是在存储芯片、功率半

导体等领域，对原子层沉积、原子层刻蚀等技术需求迫切，为苏州原子级制造产业提供

了直接的市场拉动。 

苏州的精密制造与高端装备产业为原子级制造设备研发提供了支撑。苏州高端仪器

仪表与智能检测设备产业基础雄厚，在精密机械加工、运动控制、真空技术、光学检测

等领域具备优势。原子级制造设备对精密制造要求极高，苏州在精密制造领域的产业基

础，能够为原子级制造设备的研发与生产提供配套支撑，降低设备研发成本，缩短产业

化周期。 

苏州的产学研协同创新体系为原子级制造产业提供了创新动力。苏州拥有中科院苏

州纳米所、苏州实验室、苏州大学等一批科研机构，在纳米技术、材料科学等领域具有

较强的科研实力。这些科研机构与本地企业形成了良好的产学研合作机制，能够为原子

级制造产业提供技术成果、人才资源与创新平台。苏州完善的科技服务体系与创新创业

环境，也有助于吸引原子级制造领域的人才与项目落地。苏州工业园区的科技企业孵化

器、众创空间等载体，能够为原子级制造创业项目提供全方位孵化服务。 

江苏以南京大学为核心的原子级制造大科学装置布局，为苏州提供了协同发展机遇。

江苏正在推进原子级制造重大科技基础设施建设，南京大学“原子极限微制造实验设施”

已实现里程碑式进展。苏州作为江苏重要的制造业基地与纳米产业中心，可以与南京形

成“基础研究在南京、产业化应用在苏州”的协同发展格局。通过与南京大学等高校的

科研成果对接，苏州可承接技术转化与产业化项目，实现优势互补、协同发展。 
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图6：苏州市原子级制造产业承接基础 

 

数据来源：政府官网，南京大学官网，东吴证券研究所等 

 

3.2.2.   本地企业梯队 

当前，苏州原子级制造产业整体仍处于孕育期，专营原子级制造的企业数量较少，

但原子级制造并非凭空生长的新兴产业，而是建立在精密制造、纳米材料、半导体设备

等已有产业基础之上的高阶延伸与升级。从技术逻辑来看，原子级制造所需要的材料制

备能力、设备精密控制能力以及加工工艺积累，均可在纳米材料、半导体设备、精密制

造等领域中找到直接的技术承接点；从产业演化路径来看，原子级制造往往是从现有纳

米精度加工逐步向原子级精度突破的自然递进过程，而非另起炉灶。因此，苏州依托纳

米材料、半导体设备等相关产业基础形成的关联企业梯队，构成了原子级制造产业从孕

育走向成熟的重要底座，主要分布在纳米新材料、精密制造、半导体设备等领域。 

纳米材料企业是苏州原子级制造产业的重要基础力量，在材料制备领域积累深厚。

纳米材料强调的是材料自身的尺度特征，而原子级制造强调的是在原子尺度上精准操控

物质的手段与能力，二者是产物与工艺、对象与手段的关系。正是这种交叉关系，决定

了苏州纳米材料产业的深厚积累能够为原子级制造提供关键的原料基础、工艺验证场景

与技术升级跳板。苏州工业园区纳米产业集群聚焦微纳制造、第三代半导体、纳米新材
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料以及纳米大健康等四大领域，其中不少企业在纳米材料制备、纳米加工等领域具备核

心技术，能够向原子级制造领域延伸拓展。纳微科技是目前世界上少数几家可以同时规

模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一，实现对微球材料粒径、孔径及表

面性能的精准调控，成功将产品应用于生物制药工艺、平板显示、分析检测及体外诊断

等众多领域，打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断。永鼎股份依托东部超导

在第二代高温超导带材领域实现国产化突破，产能规划达 2 万公里/年。超导材料对薄膜

沉积的均匀性与界面质量要求极高，原子级制造技术是提升超导材料性能的关键。永鼎

股份在超导材料领域的技术积累，为原子级制造技术在超导领域的应用提供了产业基础。

德尔未来、锦富技术在石墨烯领域形成差异化优势。石墨烯作为典型的二维原子晶体材

料，其制备与加工涉及原子级精度控制。这两家企业在石墨烯材料制备与应用方面的经

验，为苏州原子级制造产业在二维材料领域的发展提供了切入点。 

半导体设备与精密制造企业是苏州原子级制造产业的潜在主力军。原子级制造从实

验室走向产业化，核心瓶颈之一在于专用装备的缺失，而半导体设备与精密制造企业恰

恰具备向原子级制造装备延伸的技术基因。苏州拥有高端仪器仪表与智能检测设备产业

集群，在精密制造、智能检测等领域具备优势。这些企业在精密机械、运动控制、真空

技术等方面的技术积累，能够为原子级制造设备研发提供支撑。苏州在半导体设备领域

已培育一批企业，在刻蚀、沉积、检测等环节逐步实现突破，为原子级制造设备的国产

化奠定了基础。微睿科技、博理新材料等企业在液态金属、3D 打印材料等前沿方向展

现出强劲潜力。液态金属的精确制备与成型涉及原子级尺度控制，是原子级制造的重要

应用方向，这些新兴企业在前沿材料领域的探索，丰富了苏州原子级制造产业的技术路

线布局。中科院苏州纳米所孵化企业是苏州原子级制造领域的创新生力军。中科院苏州

纳米所依托自身科研实力，孵化了一批高科技企业，在纳米加工、纳米材料等领域具有

技术特色。这些企业在自组装、纳米图形化等技术方向的积累，与原子级制造技术高度

相关，有望成为苏州原子级制造产业的重要创新力量。苏州纳米城累计入驻企业数百家，

其中不少企业从事前沿纳米技术研发，是原子级制造产业的重要后备力量。 

整体来看，苏州原子级制造企业梯队呈现“基础雄厚、顶端缺失”的特征。一方面，

纳米材料、精密制造、半导体设备等相关产业基础扎实，企业数量众多，为产业发展提

供了深厚的土壤；另一方面，专业从事原子级制造的龙头企业与链主企业仍然偏少，产

业引领作用稍显不足。 

 

4.   相关标的 

4.1.   A 股市场相关标的 

A 股原子级制造板块呈现“设备材料双轮驱动、国产替代逻辑突出”的特征，覆盖刻

蚀、沉积、检测、半导体材料等关键环节，是先进制造体系的重要底层支撑。目前市场
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仍处于产业成长早期，估值更多围绕技术突破、国产化率提升及下游扩产预期展开，未

来将逐步向具备核心工艺能力、客户认证优势和规模化交付能力的企业集中。  

 

表4：A 股市场相关标的 

相关领域 公司名称 证券代码 
市值 亿

元 
地区 

申万三级行

业 
原子级制造核心业务 

原子级刻蚀/

薄膜沉积装备 
中微公司 688012.SH 3,448 

上海市浦东

新区 
半导体设备 

主营刻蚀设备、MOCVD 设备等先进半导体装

备，其中等离子刻蚀技术实现纳米级甚至原子

尺度材料精准去除 

原子级薄膜沉

积装备 
北方华创 002371.SZ 5,126 

北京市大兴

区 
半导体设备 

覆盖刻蚀、PVD、CVD、清洗等半导体核心装

备，其中薄膜沉积设备支持原子层级厚度控制 

原子级材料加

工 
江丰电子 300666.SZ 606 

浙江省宁波

市 
半导体材料 

专注高纯溅射靶材研发制造，为先进芯片制造

提供纳米级薄膜沉积材料 

原子级薄膜材

料 
沪硅产业 688126.SH 804 

上海市中国

(上海)自由

贸易试验区 

半导体材料 
半导体硅片生产，产品覆盖 300mm 大硅片制

造等  

纳米材料制造 天岳先进 688234.SH 438 
山东省济南

市 
半导体材料 

聚焦第三代半导体碳化硅衬底材料，通过晶体

生长、缺陷控制和精密加工技术，实现微纳尺

度材料性能调控 

原子尺度检测 精测电子 300567.SZ 557 
湖北省武汉

市 
仪器仪表 

提供半导体检测设备，包括晶圆检测、量测设

备等，通过高精度检测实现纳米级工艺控制 

精密加工

/CMP 
鼎龙股份 300054.SZ 663 

湖北省武汉

市 

电子化学品

Ⅲ 

研发 CMP 抛光垫、抛光液等关键材料，用于

晶圆表面原子级平坦化处理 
 

数据来源：Wind，东吴证券研究所（注：时间截至 2026 年 7 月 30 日） 

 

4.2.   H 股市场相关标的 

港股原子级制造板块呈现“龙头集中、制造应用牵引”的特点，相关企业主要承担原

子级加工技术产业化应用角色，市场更加关注先进制程能力、商业化进展及全球竞争地

位。相比 A 股偏技术国产替代逻辑，港股定价更强调产业兑现能力和长期盈利潜力，板

块表现与半导体周期及先进制造需求高度相关。 
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表5：H 股市场相关标的 

相关领域 公司名称 证券代码 
市值 

亿港元 
地区 

申万三级行

业 
原子级制造核心业务 

半导体制造

/先进制程 
中芯国际 0981.HK 5,753 

上海市浦

东新区 

集成电路制

造 

晶圆代工，覆盖 14nm 及以下先进制

造工艺 

半导体材料 华虹宏力 1347.HK 2,377 

上海市张

江高科技

园区 

集成电路制

造 

特色工艺晶圆制造，具备先进嵌入式

存储、功率器件制造能力  

精密制造 ASMPT 0522.HK 574 新加坡 半导体设备 
半导体封装设备，先进封装、键合及

晶圆级制造装备 

半导体设备 晶门半导体 2878.HK 7 
中国香港

新界 

集成电路设

计 

显示驱动芯片设计，产品应用于微显

示领域 
 

数据来源：Wind，东吴证券研究所（注：时间截至 2026 年 7 月 30 日，晶门半导体按中证行业划分） 
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4.3.   苏州市原子级制造相关标的 

 

表6：苏州市原子级制造相关标的 

相关领域 公司名称 证券代码 
市值 

亿元 
地区 申万三级行业 原子级制造核心业务 

纳米微球 纳微科技 688690.SH 142 
苏州市吴中区

工业园区 
原料药 

纳米微球材料研发与产业化，产品涵盖色

谱填料、单分散纳米微球等高性能材料 

超导材料 永鼎股份 600105.SH 449 
苏州市吴江区

汾湖高新区 

通信线缆及配

套 

光纤光缆、光电子器件及相关材料制造，

涉及高纯玻璃材料、精密拉丝及微纳结构

控制工艺 

石墨烯 德尔未来 002631.SZ 51 苏州市吴江区 瓷砖地板 

石墨烯及功能材料研发应用，通过纳米材

料改性、复合材料制备等技术探索先进材

料产业化方向 

光电显示薄

膜器件 
锦富技术 300128.SZ 55 

苏州市吴中区

工业园区 

消费电子零部

件及组装 

光电显示模组、精密结构件及相关电子材

料制造，具备微纳加工、精密贴合、光学

膜材处理等制造能力 

原子级检测

与测量 
华兴源创 688001.SH 218 

苏州市吴中区

苏州工业园区 
仪器仪表 

提供工业自动化测试设备与整线系统解决

方案，主营消费电子检测及自动化设备、

半导体检测设备制造 

半导体激光

芯片 
长光华芯 688048.SH 443 

苏州市虎丘区

高新区 
分立器件 

聚焦半导体激光芯片的研发、设计及制

造，产品涵盖高功率单管系列、高功率巴

条系列、VCSEL 及光通讯芯片系列 

功率器件 东微半导 688261.SH 84 
苏州市吴中区

工业园区 
分立器件 

以高性能功率器件研发与销售为主，产品

专注于工业及汽车相关等中大功率应用领

域 

MEMS 传感

器 
敏芯股份 688286.SH 31 

苏州市吴中区

工业园区 
模拟芯片设计 

MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器和

MEMS 惯性传感器 

模拟芯片 纳芯微 688052.SH 323 
苏州市吴中区

工业园区 
模拟芯片设计 

聚焦高性能模拟集成电路研发和销售，产

品覆盖传感器信号调理 ASIC 芯片、集成式

传感器芯片等 

原子级测量

与标准 
胜科纳米 688757.SH 117 

苏州市吴中区

工业园区 
检测服务 

半导体第三方检测分析领域专业服务商，

主营失效分析、材料分析、可靠性分析等 

原子级制造

装备 
博众精工 688097.SH 181 

苏州市吴江区

经济技术开发

区 

其他自动化设

备 

自动化设备、自动化柔性生产线以及工装

夹（治）具等产品的研发、设计、生产、

销售及技术服务 

前驱体 南大光电 300346.SZ 355 
苏州市吴中区

工业园区 
电子化学品Ⅲ 

先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配

套材料等关键半导体材料的研发、生产和

销售 
 

数据来源：Wind，东吴证券研究所（注：时间截至 2026 年 7 月 30 日） 
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5.   风险提示 

核心技术突破不及预期风险：原子级制造面临“精度、范围、效率”不可能三角，

底层技术突破难度大，若进展不及预期将影响产业化进程。 

商业化落地不及预期风险：原子级制造规模化周期长达数十年，应用场景拓展缓慢，

生产成本高昂制约大规模推广。 

国际竞争与技术封锁风险：国际巨头垄断高端设备与材料，地缘政治加剧可能导致

技术封锁升级，影响产业发展节奏。 

政策与标准不完善风险：专项政策仍在制定中，尚未形成统一产业标准体系，政策

与标准的不确定性影响企业决策。 

高端人才短缺风险：原子级制造多学科交叉特征显著，高端复合型人才稀缺，人才

缺口制约技术研发与产业发展。 

宏观经济波动风险：产业资本密集、回报周期长，宏观经济波动与半导体行业周期

性可能影响投资强度与市场需求。 
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